淡江大學96學年度第2學期電機系研究所教學計畫表
	課程名稱：（中文）雛型系統與軟硬體設計
	開課單位
	電機系

	（英文）System Prototyping and HW/SW Co-design
	課程代碼
	

	授課教師：陳瑞熙

	學分數
	3
	必/選修
	選
	開課年級
	機器人碩士班1年級

	先修科目或先備能力：微算機、C語言、Linux、硬體描述語言、數位邏輯設計

	課程教學目標：以架構於ARM-based的Xscale嵌入式系統結合FPGA系統雛型技術，訓練Embedded Linux理論架構與設計實務等綜合應用之經驗

	教科書1
	 “系統雛型與軟硬體整合設計” 理論及實習教材
作者：蘇慶龍、李宗演、田子坤、陳瑞熙
教育部顧問室PAL聯盟編撰教材

	週次

（1-18）
	課程大綱
	教學方法
	備註

	
	單元主題
	內容綱要
	講授
	示範
	習作
	其他2
	

	1-2
	雛型系統軟硬體架構介紹
	1. 系統單晶片(SoC)
2. 嵌入式處理器介紹：MIPS、ARM Xscale處理器
3. 嵌入式軟體介紹
4. 雛型發展平台架構
	●
	●
	
	
	

	3-4
	軟硬體設計流程與開發環境
	1. 軟體開發工具鏈
2. 軟體編譯器
3. 硬體開發流程
4. FPGA硬體實現
5. 硬體設計範例實作
	●
	●
	●
	
	

	5-6
	嵌入式軟體架構
	1. 開機載入程式
2. 嵌入式作業系統
3. 基礎環境建構實作
4. 根檔案系統(RFS)

5. 嵌入式系統圖形化介面(Tiny-X)
6. 基礎應用程式實作
	●
	●
	●
	
	

	7-8
	Linux GUI程式設計專案
	1. Linux GUI程式設計入門(Tiny-X)

2. GUI基礎I/O設計
3. GUI類比介面設計
	●
	●
	●
	
	

	9-10
	視訊壓縮標準簡介
	1. 視訊壓縮原理
2. 時間冗餘移除
3. 空間冗餘移除
4. 統計冗餘移除
5. MPEG-2編碼
6. MPEG-2解碼實作
	●
	●
	●
	
	

	11-12
	軟硬體效能分析與分割
	1. 效能分析原理
2. 系統效能量測
3. MPEG-2 IDCT與MC效能分析
4. 軟硬體整合評估
	●
	●
	●
	
	

	13-15
	FPGA與On-Chip Bus介面設計專案
	1. 晶片匯流排協定(AMBA Protocol)

2. FPGA與匯流排介面
3. 驅動程式核心註冊與軟體呼叫流程
4. IDCT之IP設計
5. MC之IP設計
	●
	●
	●
	
	

	16-18
	軟硬體整合設計專案
	1. 具硬體加速器之基本功能計算機實作
2. 具硬體機加速器之工程型計算機實作
3. 波形產生器實作
4. GUI示波器實作
5. MPEG-2嵌入式系統(Option)
	●
	●
	●
	
	

	教材編選：選自教育部PAL聯盟“系統雛型與軟硬體整合設計”理論及實習教材
評量方法：Lab實作與專案成果評量
教學相關配合事項：教學內容、教科書、學期成績評量方法皆公告於學校教務處相關網頁及教師個人教學平台上以供學生參考。

	課程與核心能力關聯比對表
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	百分比(%)
	87.5%


註：1.
教科書請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊。
2. 其他欄包含參訪、專題演講等活動。
3. 關連比對表：相關填1，不相關填0，百分比＝相關總數/8

